Usporny blika¢ s NE555

Elektronicka stavebnice pro radioamatéry

Popis funkce:

Stavebnice predstavuje modul velice Usporného blikaée pouZitelného napfriklad jako indikace falesného poplasného
zarfizeni.

Popis zapojent:

Obvod na obr. 1 je jednoduchy blika¢ s CMOS verzi ¢asovaée NE555. Ten je zapojen jako volné béZici oscilator
(multivibrator). Zvlastnosti obvodu je zapojeni LED diody. Ta neni zapojena obvyklym zplsobem s pfedradnym rezistorem na
vystup 10, ale do vybijeciho obvodu.

Kondenzéator C2 se nabiji proudem protékajicim rezistorem R2 a diodou D1. KdyZ napéti na C2 dosdhne dvou tfetin
napdjeciho napéti, sepne vybijeci tranzistor v |0 pFipojeny na pin 7. Kondenzator C2 se rychle vybije pfes LED diodu a ta kratce
blikne. Energie pro rozsviceni LED diody se tedy neodebird z baterie, ale z ndboje C2. Pro vybijti C2 na jednu tfetinu napdjeciho
napéti se tranzistor uzavie a cyklus se opakuje. Pro spravnou funkci musi byt napajeci napéti vétsi nez trojndsobek napéti, pfi
kterém LED dioda sviti, jinak se C2 nebije pod jednu tfetinu napajeciho napéti. Stredni proud LED diody je jen cca 150pA a tim je
i celkova spotreba obvodu jen velmi mald. Protoze vsak LED dioda blika velmi kratce, je Spickovy proud velky a zablesk je
jasny.

Blikac je napajen 9VDC. Odbér proudu dale zmensuje sériové zapojeny rezistor R1. Pripadné proudové Spicky odbéru
vykryva kondenzator C1.

Popis sestaveni:

Soucastky potrebné k sestaveni predzesilovace jsou rozdéleny do téchto skupin: 1. Rezistory, 2. Kondenzatory, 3. Diody, 4.
Integrovany obvod. V tomto poradi je vhodné plosny spoj osadit.

Uvedeni do provozu:

Po zapajeni soucastek desku ocistime od zbytku pajeni lihen, nebo lihobenzinem. Pfipojime napdjeci napéti a po chvilce
se LED dioda rozblika jasnymi kratkymi zablesky. Tim je zarizeni pfipraveno pro pouziti.

Technické udaje:

Usporny blika¢ s NE555 W917

Napajeni: 9vDC
Odbér 90uA
Rozméry: 26 x 15mm
Hmotnost: 4g
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Obr. 1. schéma zapojeni Obr. 2. osazovaci plan
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Vyhrazujeme si pravo na zménu hodnot nebo typl souéastek bez vlivu na funkci zafizeni.
Mnoho Gspéchu pri stavbé, oZivovani a provozovani nasich stavebnic a modulli Vam preje firma/l'lADEx 22.02.2024



